	Philips TDA1516BQ 

2 x 12 watt stereo power amplifier

GENERAL DESCRIPTION
The TDA1516BQ is an integrated class-B output amplifier in a 13-lead single-in-line (SIL) plastic package. The device is primarily developed for car radio applications.

FEATURES

1).Requires very few external components
2).Flexibility in use stereo as well as mono BTL
3).High output power (without bootstrap)

4).Low offset voltage at output (important for BTL)
5).Fixed gain

6).Good ripple rejection
7).Load dump protection

8).AC and DC short-circuit-safe to ground
9).Thermally protected

10).Reverse polarity safe
11).Capability to handle high energy on outputs
12).No switch-on/switch-off plop

13).Flexible leads

14).Low thermal resistance

15).Identical inputs (inverting and non-inverting)

16).Compatible with TDA1518Q
FUNCTIONAL DESCRIPTION

The TDA1516BQ contains two identical amplifiers with differential input stages. This device can be used for stereo or

bridge applications. The gain of each amplifier is fixed at 
20 dB.
SOLDERING
There is no soldering method that is ideal for all IC

packages. Wave soldering is often preferred when

through-hole and surface mounted components are mixed

on one printed-circuit board. However, wave soldering is

not always suitable for surface mounted ICs, or for

printed-circuits with high population densities. In these

situations reflow soldering is often used.

This text gives a very brief insight to a complex technology.

A more in-depth account of soldering ICs can be found in

our “IC Package Databook” (order code 9398 652 90011).


	Микросхема Philips TDA1516BQ
12-тиваттный двухканальный (стерео) усилитель мощности.

Общее описание.

Микросхема TDA1516BQ – интегрированный усилитель класса «B», предназначенный для усиления выходного сигнала. Корпус микросхемы пластиковый, с однорядным расположением 13-ти выводов. Устройство разработано, преимущественно, для применения в автомобильных радиоприемниках.
Особенности.
1). Требует очень малого количества внешних компонентов.

2). Гибкость в использовании – возможность использовать как в режиме стерео, так и в режиме моно (мостовое включение)
3). Высокая выходная мощность (без самовозбуждения)
4). Низкое напряжение смещения (важно для мостового включения)

5). Фиксированное усиление

6). Хорошее подавление пульсаций

7). Защита от перегрузки

8). Защита от короткого замыкания на землю по переменному и постоянному току

9). Термическая защита

10). Защита от неправильной полярности подключения

11). Способность обеспечивать высокую мощность на выходах

12). Отсутствие щелчков при включении/выключении

13). Гибкие выводы

14). Низкое термическое сопротивление

15). Идентичные входы (инвертирующий и неинвертирующий)

16). Совместимость с интегральной микросхемой TDA1518Q
Функциональное описание

Микросхема TDA1516BQ содержит два идентичных усилителя с дифференциальными входными каскадами. Это устройство может быть использовано для стерео или мостового применения. Уровень усиления каждого усилителя фиксированный и составляет 20 дБ.

Пайка
Не существует идеального метода пайки для всех разновидностей корпусов интегральных микросхем. Пайка волной припоя предпочтительна, когда на одной печатной плате используется монтаж в отверстия и поверхностный монтаж компонентов. Однако пайка волной припоя не всегда применима при поверхностном монтаже интегральных микросхем или для печатных плат с высокой плотностью компонентов. В этом случае часто используется метод пайки оплавлением. Этот текст очень кратко описывает суть сложной технологии. Более подробная информация по технологии пайки интегральных микросхем находится в нашем справочнике «Справочник корпусов интегральных микросхем» (код заказа 9398 652 90011).



